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Abstract (en)
[origin: US4595451A] There is disclosed a process and apparatus for etching printed board circuits wherein etching of a printed circuit board is
effected in turbulent flow of the etching solution and wherein concentration of the etching solution is maintained at effective levels by electrolysis.

Abstract (de)
Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Atzen von Leiterplatten. Aufgabe der Erfindung ist est, ein Verfahren
mit der entsprechenden Vorrichtung zu entwickeln, welches einwandfrei atzt und durch eine einwandfreie Regenerierung daflr sorgt, daf3
Umweltprobleme, die durch das Wegschtitten von Atzlésung entstehen, vermieden werden. Aufgabe der Erfindung ist auch, daB dem Nicht-
Fachmann ein betriebssicheres und umweltfreundliches Tauchverfahren an die Hand gegeben wird, welches durch Wegfallen aller Bewegungs-
Elemente groBte Stoérungsfreiheit sichert, und die Umweltfreundlichkeit durch geschlossene Kreislaufe gegeben ist. Die Losung der Aufgabe besteht
darin, daB in einem Tauchbehalter der Atzlésung kinetische Energie, z.B. durch Verwirbelung mittels einer Umwélzpumpe, zugefiihrt wird.
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